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ウェハーテーブル用（ゴム微細加工）

・ｺﾞﾑのｸｯｼｮﾝで薄いｳｪﾊｰ破損防止

・ｳｪﾊｰﾘﾝｸﾞ、ﾀﾞｲｼﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ不使用

・ｺﾞﾑの貼り替えにより再利用が可能

【切断工程】

＜微細加工部拡大＞

米粒

ゴム

◆用途 半導体製造装置用部品 （切断⼯程）
◆素材 ウレタンゴム、フッ素ゴム、ＣＲ、ＥＰＤＭ 等

吸
着

ウェハー

吸着でﾜｰｸを保持


